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(57) Abstract; The invention concerns a multilayer struc- 
ture such as a booklet cover paper, in particular for a pass- 
port It comprises a radio frequency identification device 
(31, 32) having a chip (31), the. latter being housed in the 
thickness of the multilayer structure without creating ex- 
cess thickness, the materials constituting the various lay- 
ers of the multilayer structure being selected, as well as the 
thickness of said layers, such that the cover (20) is resistant 
to mechanical and thermal impacts, in particular so that it 
can be subjected to a graining and/or jacketing process by 
deposition of a heat-transfer film under pressure and/or by 
lamination when security films are deposited thereon. 

(57) Abr^^ : L' invention est relative ^ une structure 
multicouche telle qu'un papier couverture de livret, 
notamment de passeport. EUe comporte un dispositif 
d'identification radiofrequence (31. 32) ayant une 



A... PASSPORT 



puce (31), celle-ci est logee dans T^paisseur de la 
structure multicouche sans generer de surepaisseur, 
les materiaux constituant les differentes couches de la 
structure multicouche sont choisis, ainsi que I'^paisseur 
desdites couches, de maniere a ce que la couverture 
(20) soit r^sistante aux chocs m&aniques et thermiques, 
notamment puisse subir un traitement de grainage et/ou 
d*enjolivure par d6p6t d'un film par transfert ^ chaud et 
sous press ion et/oiTde J ami nation lors deHepo ts~de~ fil ms~ 
de securite. 
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— avant I * expiration du delai prevu pour la modification des 
revendications, sera republiee si des modifications sont 
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Couverture incorporant im dispositif dMdentification radiofrdquence 
La pr^sente invention conceme des structures multicouches telles que des 
couvertures de livrets ainsi que leurs proc6d6s de fabrication, 

Les papiers couvertures des livrets d^livres par les administrations subissent 
5 des chocs m6caniques et thermiques tres varies, que ce soit lors de leur fabrication ou lors 
de leur utilisation. Ces papiers couvertures ont subi le plus souvent une operation de 
grainage destin^e k leur donner un aspect de surface attractif. Lors de cette operation de 
grainage, la couverture passe entre deux rouleaux d'embossage oil elie est soumise k une 
pression relativement importante, de I'ordre d'une centaine de bars (10^ Pa). 
1 0 De plus, ces papiers couvertures des livrets ont subi dans certains cas aussi 

une operation d'enjolivxire par application d'un «foil » metallise ou holographique par 
une operation dite de transfert a chaud et sous pression. Lors de cette operation de depot 
de «foil », la couverture passe dans une presse ou elle est soumise h une pression 
relativement importante et h une temperature relativement elevee. 
15 En outre, dans le cas particulier du passeport, le livret comprend un cahier 

constitue d'un ensemble de feuillets comportant une page de garde qui sera contrecollee 
sur la face interieure du volet avant de la couverture et un film transparent destine a etre 
transfere a chaud sur une des pages interieures ou sur la page de garde pour prot^ger les 
mentions variables qui y ont 6te inscrites pr^alablement. Lors de I'operation de transfert, 
20 le passeport est introduit dans un laminateur entre deux rouleaux chauffiis, et la 
couverture est soumise une nouvelle fois a une pression non negligeable. La temperature 
i laquelle la couverture est exposee pent atteindre 130°C pendant plusieurs secondes. 

Bien entendu, le passeport doit par ailleurs presenter une duree de vie de 
plusieurs armees, en particulier de dix ans en Europe, et doit notamment posseder les 
25 qualites de resistance k la circulation suffisantes. 

Pour repondre aux contraintes mentionndes ci-dessus, certaines couvertures 
destinies aux passeports sont actuellement fabriquees en impr^gnant d'un polymere 
jusqu^a satiiration un slippOft ce llulosique de 200 d'^paisseui, puis en Jepo&ant pai 
enduction h la racie, sur Tune de ses faces, une couche de recouvrement de 50 ^m 
30 d*epaisseur, k base de polym^res et de colorants, pouvant comporter des micro-billes 
expans^es. Un vemis pent ensuite etre applique sur la couche deposde par enduction pour 
cQnferer-notamment-de-la-brillance_a_la couverture et une ccrtaine resi stance m ^caniquc a 
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la rayure ou a Tabrasion. 

Par ailleurs, on a cherche a renforcer la securite des passeports, notamment en 
les munissant d'un dispositif d' identification radio-frequence (RFID), comme d6crit dans 
le brevet US 5 528 222. Ce brevet ddcrit un complexe qui comprend une puce et une 
5 antenne, ce complexe 6tant ensuite ins6r6 par exemple dans le volet avant de la 
couverture du passeport. Ce brevet n'aborde toutefois pas de fa^on detaill^e la maniSre 
dont le dispositif d' identification radio-fi-equence est finalement integre au passeport. Un 
premier inconvenient d'une telle couverture avec dispositif d'identification radio 
fi-^quence se situe dans Tabsence d'homogen6it6 de I'^paisseur entre le volet avant et le 

10 volet arriere du passeport. Un second inconvenient vient du fait que ['insertion du 
complexe dans le passeport entraine une operation de transformation supplementaire sur 
la machine de montage des passeports. 

La demande Internationale WO 00/26856 mentionne 6galement la possibility 
de munir un passeport d'un dispositif RFID. La puce est mise en place dans une 

15 ouverture d'un film en polyimide ou polyester, et maintenue dans cette ouverture au 
moyen d'xme resine. 

Le passeport malais actuellement en circulation est muni d'un dispositif 
d'identification radio-fi-^quence. Ce dispositif d'identification est ins^r^ dans le volet 
arriere du passeport lors de son montage, entre le papier couverture graine et la page de 

20 garde du cahier de pages int6rieures. Ce dispositif d'identification radiofi-equence se 
presente sous la forme d'un complexe trijet comprenant une puce relive k une antenne, 
tous deux supportes par un film polyester, lui-meme insert entre deux autres films 
polymere destines a prot^ger la puce et I'antenne, Ce complexe presente une sur^paisseur 
au niveau de la puce. L' insertion de ce complexe dans le volet arriere du passeport est a 

25 i'origine de deux types de surepaisseurs : difference d'epaisseur de 1650 |im entre le 
volet avant et le volet arriere du passeport, et difference d'epaisseur de 650 ^m sur le 
volet arriere entre la zone ou se trouve la puce et la zone ou se trouve I'antenne. L'aspect 

d'un lei passepuit a tt ire d e plus Fattention des falsificatcurs potcnti e la sur la presence du 

dispositif RFID. 

30 II existe, enfin, des passeports de demonstration dans lesquels le dispositif 
d'identification radiofiequence constitue simplement d'un tag (support polyester sur 
Ipqnpl qont presents la puce et I'antenne) comme par exemple le dispositif de marque Tag 
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It ® de la soci^te TEXAS INSTRUMENTS, est ins6r6 entre le papier couverture graine 
et la page de garde du cahier, collie sur ia couverture. La puce entraine une sur^paisseur 
locale de plus de 200 et sa presence se devine. De plus, elle demeure exposee aux 
chocs et aux contraintes subis par le passeport lors du transfert k chaud du film 
5 transparent, notamment. 

On connait par la demande Internationale WO 00/42569 une etiquette 
incorporant un dispositif d' identification radiofr^quence. Cette Etiquette comporte une 
couche adhesive et une couche de recouvrement dans I'epaisseur de laquelle est logee la 
puce du dispositif d' identification radiofrdquence. Cette demi^re est relive k une antenne 

10 imprimee. Line telle etiquette ne pr^sente pas de sur^pdsseur au niveau de la puce, mais 
cependant elle n'est pas adapt^e h constituer un dispositif de s^curit^ satisfaisant pour un 
passeport, car la presence de Tetiquette sur un des volets de la couverture du passeport 
entrainerait une difference d'^paisseur entre les deux volets. L'aspect d'un tel passeport 
attire 6galement Tattention des falsificateurs potentiels sur la presence du dispositif 

15 RFID. 

L'invention se propose de pallier aux inconv^nients de Tart antdrieur, 
notamment de foumir un papier couverture de livret comportant un dispositif 
d' identification radio frequence, ne pr^sentant aucune surdpaisseur localisde, et de foumir 
un papier couverture de livret comportant un dispositif d' identification radiofrequence 

20 pret a etre monte dans xm passeport sans operation suppldmentaire pour le transformateur. 

II existe egalement un besoin pour disposer de livrets, notanunent de 
passeports, qui soient esthdtiques et dans lesquels le dispositif d' identification 
radiofrequence est suffisamment bien protege pour garantir la fiabilite necessaire pendant 
toute la durde de validity du livret, c'est-^-dire plusieurs annees dans le cas d'un 

25 passeport. 

La prdsente invention propose une structure multicouche tel qu'un papier 
couverture de livret, notamment de passeport, caracterisee par le fait qu'elle comporte un 

dis p ositif d*idcntification radiofrdqucnce ayant une puce, par le fait que la puoe e st log ^ e 

dans I'epaisseur de la structure multicouche sans gdndrer de surdpaisseur, et par le fait 

30 que les matdriaux constituant les difftrentes couches de la structure multicouche sont 
choisis, ainsi que I'epaisseur desdites couches, de maniere k ce que la couverture soit 

res istante aux chocs mecanigues et thermiques. Notamment, le papier couverture doit etre 
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apte a subir les traitements de grainage et/ou d'enjolivure par depot d'un film ou « foil » 
par transfert h chaud et sous pression et/ou de lamination lors de d^pot des films de 
securite transparents sur les pages comportant les mentions variables du passeport. 

LMnvention pennet d*obtemr un livret, notamment de passeport, dont la 
5 couverture soit esth^tique et n'attire pas I'attention des falsificateurs potentiels sur le 
dispositif d'identification radiofir^quence, car ne prdsentant pas de sur^paisseur localiste 
et ayant, le cas ech^ant, un aspect graine. 

En outre, de par Tabsence de surepaisseur localisee et la protection du 
dispositif d'identification radiofi:iequence, le papier couverture selon T invention peut etre 
10 utilise lors de la fabrication du passeport de la meme maniere que ies papiers couvertures 
conventionnels n'incorporant pas de dispositif d'identification radiofi:6quence, ce qui est 
tres avantageux pour les administrations notamment, 

Dans une realisation particuli^re, la puce du dispositif d'identification 
radiofir^quence est situ^e ^ proximity de la pliure de la couverture du livret, de maniere a 
15 se trouver dans une zone moins expos^e aux contraintes, car partiellement rigidifi^e par 
la pliure. 

La structure multicouche peut comporter au moins une feuille ayant une base 
fibreuse, comportant une quantity plus ou moins importante de fibres naturelles et/ou 
synth^tiques, notamment de cellulose. Cette base fibreuse peut contenir un materiau 

20 polymere choisi de maniere k conf^rer k la structure multicouche, d'une part des 
proprietes de resistance a la d^chirure pour r^sister aux conditions d'utilisation ultdrieures 
et d' autre part des propri6t6s de resilience suffisantes pour prot^ger le dispositif 
d'identification radiofrequence des chocs m^caniques. Ce materiau peut etre choisi par 
exemple dans la liste suivante : caoutchoucs naturels ou synthetiques. caoutchouc styr^ne 

25 butadiene, polybutadi^ne, copolymSres butadiene-acrylonitrile, polymferes acryliques, 
polychloropr^ne, et leurs melanges. 

Dans une realisation particuliere, la puce du dispositif d'identification 

ladiofiequenc e e s t logcc dans une couchc de la atructurc multicouche qui pr 6 sente une 

epaisseur supdrieure ou egale i I'dpaisseur de la puce et ime resilience lui permettant, en 

30 cas de compression momentanee, de conserver une epaisseur sup^rieure ou egale a 
repaisseur de la puce, de manidre a assurer la protection de celle-ci. Cette couche peut 
com porter un e base fibreuse comportant une quantity plus ou m oins imp ortante de fibres 
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naturelles et/ou synthetiques, notamment de cellulose, cette base comportant elle-meme 
un materiau polymfere choisi de mani^re k conftrer i la structure multicouche les 
proprietes de resilience suffisantes pour prot^ger le dispositif d'identification 
radiofrequence des chocs mteaniques. Cette couche peut etre aussi un materiau de base 
5 polym^re uniquement, par exemple une enduction a base de PVC, eventuellement 
plastifi6, avec eventuellement des agents d'expansion. 

La structure multicouche peut comporter une couche d'un materiau a base 
polymere, apte au grainage. Ce polym^e peut etre choisi dans la liste suivante : 
polymeres a base de PVC, Eventuellement plastifiE, de polyur6thanes ou d'61astom6res 
iO natureis ou synthetiques, avec evenuieiiement des agents d'expansion, emulsions de PVC 
et de copolymere butadiene/acrylonitrile ou copolymere butadifene/acrylonitrile/styrfene, 
et leurs melanges, 

L'invention a encore pour objet un passeport dont la couverture est constitute 
par une structure multicouche telle que d^finie plus haut. 
15 L'invention a tgalement pour objet divers proced^s de fabrication d'une 

couverture telle que dtfinie plus haut. 

L'invention a notamment pour objet un procede, caracterise par le fait qu'il 
comporte les Stapes suivantes : 

- disposer le dispositif d'identification radiofrequence sur une premiere 

20 feuille, 

- assembler cette premiere feuille sur une deuxieme feuille de maniere a 
obtenir une epaisseur r^sultante sensiblement constante, la deuxieme feuille etant 
sufiHsamment compressible au moment de I'assemblage pour accueillir la puce dans son 
epaisseur. 

25 L'invention a encore pour objet un proctdE, caract6ris6 par le fait qu'il 

comporte les Stapes suivantes : 

- disposer le dispositif d'identification radiofrequence (puce et antenne) sur 
une premiere feuille, 

- contrecoUer cette premiere feuille avec une deuxidme feuille, la puce du 
30 dispositif d'identification radiofrequence etant situee sur I'interieur de la premiere feuille, 

un trou ou une cavite etant realise sur I'autre feuille, ce trou ou cette cavite ayant une 
forme adaptee a recevoir la puce, la puce etant mise en place dans ledit tr o u ou cavite lors 
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du contrecollage desdites feuilles. 

On peut par exemple r^aliser la deuxidme feuille avec un filigrane en creux 
dont la profondeur est sup^rieure h I'^paisseur de la puce, disposer la puce sur la premiere 
feuille et contrecoller la deuxi^me feuille avec la premiere feuille de maniere a ce que la 
5 puce vienne se loger dans le filigrane. La premiere feuille peut egalement comporter une 
cavit6 dans laquelle est partiellement log6e la puce. 

L' invention a encore pour objet un proc^d^, caract^ris^ par le fait qu'il 
comporte les etapes suivantes : 

- disposer le dispositif d' identification radiofr^quence (puce et antenne) sur 
10 une premiere feuiiie, 

- rdaliser xme deuxi^me feuille avec un trou ayant une forme adaptee a 
contenir la puce, 

- fabriquer une troisi^me feuille, 

- assembler par contrecollage les trois feuilles de fa9on a ce que la deuxieme 
15 feuille soit plac^e en sandwich entre la premiere feuille et la troisieme feuille et a ce que 

la puce soit log^e dans le trou de la deuxieme feuille. 

L'invention a encore pour objet un proc6d6, caracteris^ par le fait qu'il 
comporte les etapes suivantes : 

- fabriquer une premiere feuille, 

20 - rdaliser une enduction avec une reserve sous forme d'une cavite ayant une 

forme adaptee a contenir la puce sur cette premiere feuille, 

- disposer le dispositif RFID sur cette feuille de fa9on a ce que la puce soit 
logee dans la cavity realisee pr6c6demment, 

- r^aliser une enduction sur la feuille du cot6 du dispositif RFID de fa9on a 
25 prot^ger ce dernier. 

L'invention a encore pour objet un proced6, caracterise par le fait qu'il 
comporte les etapes suivantes : 

» disposer le d ispositif d' identification radiofrequence (puce et antenne) sur 

xme premiere feuille, 

30 - d^poser sur cette premiere feuille ime enduction d*une epaisseur 

superieure ^ celle de la puce. 

On peut par exemple disposer le dispositif d' identification radiofi'^q uence sur 



09/04/2003, 



EAST Version: 



1.04.0000 



wo 02/089052 



7 



PCT/FR02/01423 



line face de la feuille puis enduire cette face de la feuilie d'un melange a base d'une 
r^sine liquide non g61ifi6e, I'^paisseur d^pos^e 6tant supSrieure a celle de la puce aprSs 
sechage. La couche deposee par enduction peut etre grainee apres s^chage. 

On peut 6galement d^poser sur la face de la feuille portant le dispositif 
5 d'identification radiofirdquence une resine k base d'un composant thermofiisible, 
r^paisseur d^posde 6tant sup6rieure k Tdpaisseur de la puce. On peut marquer 4 chaud 
Tenduction afin de cr^er un grain juste avant le sechage final, 

Dans les exemples de precedes ci-dessus, la premiere feuille peut comporter 
une base fibreuse, notamment une base papier, et Ton peut saturer cette base fibreuse 

10 avec un materiau, notamment un poiymere, par exempie un latex d'dastomere, 
permettant d*assurer la resistance au d&hirement et la protection ulterieure du dispositif 
dMdentification radiofrequence. Cette premiere feuille peut en outre etre enduite par un 
melange k base polymere, apte au grainage. Ce melange k base polymere apte au grainage 
peut en variante etre d6pose par enduction aprSs assemblage des premidre et deuxieme 

15 feuilles. La deuxieme feuille peut etre impregnee avec un polymere thermoplastique. 

On peut encore, selon un autre proc^d^, r^aliser une premiere feuille k partir 
d'une base fibreuse, de preference saturee en latex, embosser cette premiere feuille de 
maniere a creer une cavite ayant une forme adapt^e k celle de la puce, r^aliser une 
deuxieme feuille a partir d'une base fibreuse, de preference saturee par impregnation ou 

20 precipitation en masse avec des r6sines synth^tiques ou naturelles, deposer sur cette 
deuxieme feuille une puce et une antenne et contrecoUer cette deuxieme feuille avec la 
premiere de manifere a ce que la puce vienne se loger dans la cavite realis^e par 
Tembossage. 

La puce et I'antenne peuvent etre dans un exempie de mise en oeuvre de 
25 rinvention fixee sur un film de support, par exempie un film de polyester, avant d'etre 
associ^es a une base fibreuse. 

Lorsque I'antenne du dispositif d'identification RFID est r^alisee avec une 

encre conductrice, celle - ci peut comporter un ou plusieurs agent d'infalsification, aous 

reserve bien entendu de la compatibility avec 1' encre utilis6e. 
30 D'autres caracteristiques et avantages de la pr^sente invention ressortiront a 
la lecture de la description detaillte qui va suivre, d' exemples de mise en ceuvre non 
limitatifs, et k I'examen du dessin annexe, sur lequel : 
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- la figure 1 represente de manidre schematique, en perspective, un 
passeport conforme k 1* invention, 

- la figure 2 represente le passeport de la figure 1 , couverture a plat, 

- la figure 3 est une coupe partielle et sch^matique selon III-III de la 

5 figure 2, 

- la figure 4 illustre un premier exemple de procede de fabrication de la 

couverture, 

- la figure 5 illustre un deuxieme exemple de procede de fabrication de la 

couverture, 

10 - la figure 6 est une coupe partielle et schematique representant une caviie 

form^e sur Tune des feuilles de la couverture du passeport, et 

- la figure 7 est une coupe schematique et partielle d'une cavit^ rdalisee par 

impression. 

On a repr^sent^ sur les figures 1 ^ 3 un passeport 10 dont la couverture 20 est 
15 munie d'un dispositifd' identification radiofr6quence 30, comportant une puce 31 et une 

antenne32. De nombreux fabricants proposent actuellement des dispositifs 

d'identification radiofirequence susceptibles de convenir, de sorte que la puce 31 et 

I'antenne 32 ne seront pas d^crites en detail, dans un souci de simplification de l'expos6. 

On peut citer notamment comme fabricants de puces adaptees, la societe INSIDE 
20 TECHNOLOGIES, la society TEXAS INSTRUMENTS ou encore la soci6t^ 

POLYMERE FLIP CHIP CORPORATION, cette liste n'etant pas limitative. 

Dans une realisation non illustrde, la puce integre une antenne. Cela simplifie 

I'incorporation du dispositif d' identification radiofi-equence dans la couverture du 

passeport mais prdsente Tinconv^nient de r^duire la portee de la liaison radio pouvant 
25 etre etablie avec un dispositif de lecture et/ou d'^criture. 

La puce 3 1 se situe de preference, comme on peut le voir sur les figures 

1 et 2, a proximity de la pliure 21 de la couverture 20, par exemple dans une zone 
co rr espondant a un quart do la lorgcur du volot avont 22 ou arri^re 2 4 de la couverture^ 

mesur^e k partir de la pliure 21 . 
30 Le passeport 10 comporte un cahier constitue d'un ensemble de feuillets 11 

ayant une page de garde 12 coI16e sur le verso du volet avant 22 de la couverture. Cette 
page_d£ garde 12 est d estinee a recevoir une impression de mentions variables puis a etre 
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recouverte par un film ou « foil » transparent adhesif 13, appliqu6 par transfert a chaud. 

Dans Texemple des figures 1 i 3, la couverture 20 comporte une couche de 
support 24 dont une face est recouverte par une couche 25 d'un mat^riau apte au 
grainage, et la surface ext^rieure de la couverture 20 pr^sente un grain. 
5 L'autre face de la couche de support 24 porte la puce 31 et son anterme 32 et 

elle est recouverte par une deuxi^me couche 26, dans T^paisseur de laquelle est logee la 
puce 31. La face 27 de la couche 26, oppos^e a la couche 24, constitue la surface 
interieure de la couverture 20. 

Lorsque Tantenne 32 est realisee par impression selective d'une encre 
10 conductrice sur la couche 24, et presente plusieurs spires, ii peut Stre necessaire de 
deposer localement un isolant 34 sur une portion des spires afin de pouvoir realiser sur 
cet isolant un pent de liaison electrique 35, toujours par depot selectif d'une encre 
conductrice, pour relier Tune des extremites des spires i la puce 3 1 . L' isolant 34 peut 6tre 
depose, par exemple, par impression selective. La puce 31 peut etre reliee a Tantenne 32 
15 selon des precedes bien connus, notamment par le biais d'une colle conductrice, ou 
encore par thermo-compression ou par soudure. 

L'epaisseur de la couche 26 est sup^rieure a T^paisseur de la puce 31, de 
sorte que cette demiere est protegee des chocs a la fois par la couche 26 et par la 
couche 24. 

20 L'epaisseur de la couche 26 est suffisamment grande, dans Texemple d6crit, 

pour qu'en cas de compression de la couverture durant les traitements d'enjolivure et de 
confection du passeport, la couche 26 conserve une 6paisseur sup6rieure a celle de la 
puce 31. Ainsi, compte tenu des materiaux utilises pour realiser les couches 24 et 26 et 
des dpaisseurs de ces demidres, la couverture est capable de subir les traitements 

25 conventionnels de grainage et de transfert k chaud du film 13 sur la page de garde 12. 

D'une maniere generale, la couverture 20 peut etre realisee de multiples 
manidres, et les couches 24 et 26 peuvent presenter des constitutions difKrentes, 

iiuLaimiient compoiter une base fibrcusc ou non. Ainsi, la atruoture multioouche illustrce 

a la figure 3 n'est nullement limitative de T invention. 

30 On va maintenant donner divers exemples de fabrication de la couverture. 

Exemple 1 

O n commence par realiser une premiere feuille ayant une base pa pier (fibres 
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de cellulose avec ou sans fibres synth^tiques), que Ton sature en latex de copolymere 
styr^ne-butadi^ne pour assurer la resistance au d^chirement et la protection ult^rieure du 
dispositif d*identification radiofrequence. 

On depose ensuite sur une face de cette premiere feuille, apr^^ s6chage, la 
5 puce et Pantenne du dispositif d' identification radiofrequence', par un precede 
conventionnel. On peut notamment r^aliser 1' antenne par serigraphie au moyen d'une 
encre conductrice, puis ^tablir les connexions electriques avec la puce par thermo- 
compression. Le cas ech^ant, on depose un isolant sur une partie des spires et Ton realise 
sur cet isolant un pont de liaison eiectrique entre une extremity des spires et la puce. 
10 A ce stade de la fabrication, sur Tune des faces de la premiere feuiFle, il y a 

une surepaisseur au niveau de I'antenne de I'ordre de 30 ^im et au niveau de la puce de 
Pordre de 200 ^im. L'epaisseur de la premiere feuille peut etre de Tordre de 200 \im 
ailleurs, par exemple. 

On a represent^ sur la figure 4, schematiquement, la premiere feuille ainsi 
1 5 formee, avec la puce 3 1 fixee dessus. 

Par ailleurs, on impr^gne avec un melange k base de polym6re(s), par 
exemple de styrdne-butadiene, un papier de type buvard, d'^paisseur superieure a celle de 
la puce, en le faisant passer dans un bain dUmpr^gnation 40 pour former une deuxieme 
feuille. L'epaisseur de cette deuxieme feuille peut etre de I'ordre de 300 nm, par 
20 exemple. 

Ensuite, on fait passer entre deux rouleaux 41 le papier de type buvard, 
humide sature en polymere(s) et la premiere feuille pr^alablement fabriqu^e, avec le 
dispositif d' identification radiofrequence sur sa face interieure. 

Lors de TopSration d'essorage, les deux feuilles se lient grSce au melange k 
25 base de polymere(s) dont a ete impregne le papier de type buvard et ce dernier 6pouse le 
relief de la puce du fait de sa compressibilite a I'etat humide. Ainsi, a Templacement de 
la puce, sous I'effet de la pression des rouleaux 41, le mat^riau d' impregnation est chasse 

et la puce s^eiifoiice dans le papier de type buva r d. 

On enduit ensuite le complexe ainsi forme, sur une face, par exemple la face 
30 exterieure de la premiere feuille, avec un melange de polymeres, afin de conferer une 
aptitude au grainage. L'epaisseur de la couche deposee par enduction est par exemple de 
„ 50 nm. 
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Un vemis d* impression (mat ou brillant) peut etre appliqufi sur la couche ainsi 
deposee, pour am^liorer Taspect de surface et la resistance k la circixlation. 
Example 2 

Dans ce deuxi^me example, on realise une premiere feuille identique k celle 
5 de I'exemple precedent, portant le dispositif d' identification radiofrequence. 

On amene xin papier de type buvard, d'epaisseur superieure k celle de la puce, 
par exemple de 300 \xm d'^paisseur, au contact d'une encolleuse 42 pour impr^gner 
Tune de ses faces d'un polymere tel qu'un polyacetate de vinyle, puis cette face ainsi 
enduite est amende au contact de la premiere feuille, entre deux rouleaux 41, comme 
10 illustre a la figure 5. 

Le papier de type buvard, satur^ en polym6re(s) et la premiere feuille 
pr^alablement fabriquee, portant le dispositif d' identification radiofi^quence sur sa face 
int^rieure, se lient, le papier de type buvard ^pousant le relief de la puce du fait de sa 
compressibilite a I'^tat humide. 
15 On enduit ensuite le complexe ainsi form6 sur Tune de ses faces, destinee a 

constituer la surface exterieure de la couverture, avec un melange de polymeres 
presentant une aptitude au grainage. L'^paisseur depos6e par enduction, par exemple sur 
la face extdrieure de la premiere feuille, peut etre de I'ordre de 50 ^im. 

Comme dans Texemple precedent, un vemis d'impression (mat ou brillant) 
20 peut etre depose pour ameliorer Taspect de surface et la resistance a la circulation^ 
Exemple 3 

On realise une premiere feuille identique a celle des exemples precedents, 
portant le dispositif d*identification radiofrequence. 

On fabrique une deuxifeme feuille 53 avec une base papier, representee 
25 schematiquement a la figure 6, presentant un filigrane 50 en creux, de la forme de la puce 
31. La profondeur du filigrane 50 est legerement superieure a I'epaisseur de la puce 31. 
L'epaisseur du papier est par exemple de I'ordre de 300 ^m. La feuille 53 est de 

preterence saturee en polym6re(s) pum assurer la p r otection ulterieure de la puce, 

On contrecolle, aprfes avoir repere les emplacements de la puce 31 et du 
30 filigrane 50, la feuille 53 avec la premiere feuille precedemment realisee, de manifere a ce 
que la puce 31 vienne se loger dans le filigrane 50. Le collage peut se faire a fi-oid ou a 
.chf^iifl^T>a-feuille,53,etant encor e humide, on passe le com plexe ai nsi forme entre deu x 
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rouleaux et Ton proc^de a son sechage. 

On peut enduire la face du complexe destin^e k constituer la surface 
exterieure du passeport avec un melange de polym^res presentant une aptitude au 
grainage et deposer sur cette enduction un vemis dMmpression (brillant ou mat) afin 
5 d'ameliorer Taspect de sxuface et la resistance k la circulation. 

Exemple 4 

On realise une premiere feuille identique a celle des examples precedents, 
portant le dispositif d'identification radiofrequence. 

Une deuxieme feuille est fabriqute avec un trou realise par gravure laser ou 
10 mecaniquement a Temporte piece, ce trou ayant une forme correspondant a ceiie de ia 
puce et une epaisseur au moins superieure a celle de la puce. Cette deuxieme feuille peut 
eventuellement Stre satur^e en polymere(s) pour assurer une protection ultdrieure de la 
puce. La deuxieme feuille presente par exemple une epaisseur de I'ordre de 200 |im. 

On fabrique par ailleurs une troisi^me feuille, a partir d'une base papier, que 
15 Ton sature de preference avec une ou plusieurs resines synthetiques ou naturelles, par 
exemple des latex eiastomferes, par impregnation ou precipitation en masse, le materiau 
d' impregnation etant choisi de maniere a proteger le i dispositif d'identification 
radiofrequence ulterieurement. Cette troisi^me feuille presente par exemple une epaisseur 
de Tordre de 100 jim, 

20 Ensuite, les trois feuilles sont contrecoUees de maniere reperee, la deuxieme 

feuille etant appliqude sur la premiere feuille comportant la puce, cette demiere venant se 
loger dans le trou. La troisieme feuille vient recouvrir la deuxieme feuille du c6t6 oppose 
k la premiere. 

On enduit ensuite la face exterieure de la premiere feuille avec un melange de 
25 polymeres presentant une aptitude au grainage. 

Eventuellement, un vemis d' impression (brillant ou mat) peut etre depose sur 
cette enduction pour am61iorer Taspect de surface et la resistance a la circulation. 
Exeniplc 5 ■ 

On realise une premiere feuille identique a celle des exemples precedents, . 
30 portant le dispositif d'identification radiofrequence. 

On enduit ensuite cette feuille a I'aide d'un racle, sur la face comportant la 
puce, avec un melan ge type « plastisol » a base de PVC additionne de plastifiant et 
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d'agent gonflant. On gdlifie I'ensemble dans un four h tunnel a la temperature de Tordre 
de 200^C. Les quantitds de plastifiant et d'agent gonflant sont ajustees de fafon a ce que 
Tenduction presente apres gelification et refroidissement une compressibilite telle que 
r^paisseur de la couche, lors d'un enfoncement ou apres un enfoncement, teste 
5 superieure a Tepaisseur de la puce, afin de prot^ger cette demi^re. On depose par 
exemple une epaisseur de Tordre de 300 |im. La couche depos6e par enduction peut etre 
grainee apres sechage. Cette couche, apr^s gelification et refroidissement, apporte les 
caracteristiques mecaniques recherchees. 

Un vemis d'impression (brillant ou mat) peut etre depose sur I'enduction pour 
10 am6liorer T aspect de surface et la resistance a la circulation. 

Exemple 6 

On realise \me feuille identique ^ la premiere feuille des exemples precedents, 
portant le dispositif d'identification radiofr6quence. 

On enduit ensuite cette feuille sur la face portant le dispositif d'identification 
15 radiofrSquence avec un melange a base d'une resine dite « hotmelt », comprenant une 
poudre thermofusible, par exemple du polyurethane k I'aide d'un systeme d'extrusion 
adapte. 

Le polym^re retenu pour I'enduction est choisi de mani^re a presenter une 
compressibilite telle que I'epaisseur de la couche d^posee par enduction, lors d'un 
20 enfoncement ou apr^s enfoncement en cas de choc, reste superieure a I'epaisseur de la 
puce, afin de proteger cette demi^re. L' epaisseur deposee est par exemple de Tordre de 
300 ^m. 

On peut marquer a chaud I'enduction realisee afin de creer le grain soiihaite. 
Ensuite, un vemis d'impression (brillant ou mat) peut fitre depose sur la 
25 couche deposee par enduction, eventuellement grainee, pour ameliorer son aspect de 
surface et la resistance a la circulation. 
Exemple 7 

On realise one piemieie feuille A paitir d'unc base papier (fibres de cellulose 

avec ou sans fibres synthetiques), eventuellement saturee en latex, et Ton enduit une 

30 premiere face de cette base papier d'un melange a base de polymferes presentant une 
aptitude au grainage, puis on depose eventuellement un vemis d'impression (brillant ou 

mat) -snr_cette_ enduction. L'epaiss eur de la base papi er est par exemple de I'ordre de 
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200 et Tepaisseur de la couche apte au grainage de Tordre de 50 ntn. 

On realise ensuite une cavit^, de profondeur au moins sup^rieure a celle de la 
puce et ayant une forme adaptee a celle de la puce, par embossage mecanique sur la 
deuxieme face de cette base papier. 
5 Eventuellement, la premiere face est grainte simultan^ment. 

Une seconde feuille est fabriquee par ailleurs, a partir d'une base papier qui 
est de preference satur^e par impregnation ou precipitation en masse avec des r^sines 
synthetiques ou naturelles, par exemple des latex eiastomdres, visant a renforcer sa 
cohesion et h proteger ulterieurement ie dispositif d'identification radiofrequence. 
10 L'epaisseur de cette seconde feuille est par exemple de 200 ^ira. 

Sur cette seconde feuille, on depose ime puce et une anterme par un precede 
conventionnel. 

On contrecoUe ensuite cette seconde feuille, portant la puce et Tantenne, sur 
la premiere feuille, de manifere k ce que la puce vienne se loger dans la cavite realisee par 
15 embossage. 

Aprds contrecoUage, le complexe forme est seche. 
Exemple 8 

On realise une premiere feuille comme dans I'exemple 7. 
On realise ensuite une cavite de profondeur sensiblement egale k la moitie de 
20 celle de la puce sur cette feuille, par embossage mecanique. 

On realise une deuxieme feuille comme dans Texemple 3, avec un filigrane 
dont l'epaisseur est sensiblement egale a la moitie de celle de la puce munie de son 
antenne, par exemple du type IC-Link ® de la societe INSIDE TECHNOLOGIES. 

On assemble ensuite les deux feuilles, la puce etant completement logee dans 
25 les cavites en regard de chacune des feuilles. 
Exemple 9 

On realise une premiere feuille identique i celle de Texemple precedent. 
On munit ensuite la lace de cette premifere feuille opp o sdc a celle portant 
I'enduction du dispositif d'identification radiofrequence. 
30 Pour ce faire, on peut commencer par deposer une encre conductrice, par 
exemple par serigraphie, de fafon selective afin de former deux zones de connexion pour 
la-puce-et-im-p"nt-de-liaisQn-electrique,qui-permettra de relier ulterieuremen t une 
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extremite de Tantenne a Tune desdites zones de connexion. 

On depose ensuite une encre isolante, par exemple par serigraphie, de fafon 
selective, afin de former une reserve au niveau des zones de connexion et au niveau de 
I'extremit^ du pont de liaison opposee h la zone de connexion correspondante. 
5 On realise les spires de I'antenne en d^posant de Tencre conductrice, par 

exemple par serigraphie. L'encre utilis^e pent contenir des agents d'infalsification. 
L'antenne est connect^e dlectriqueraent par Tune de ses extr^mit^s k Tune des zones de 
connexion precitees et par Tautre extr^mit6 k Textremite libre du pont de liaison 
electrique. 

10 On depose une couche isolante, par exemple par s6rigraphie, de fa9on 

selective, de fa^on h former une reserve d'une epaisseur au moins equivalente k celle de 
la puce et pouvoir loger celle-ci au sein de la structure finale sans creer de surepaisseur. 
L'dpaisseur de la couche d'isolant deposee est par exemple de Tordre de 300 \im. 
LMsolant peut etre d6pos^ en une ou plusieurs passes et peut comporter un agent 

15 d'expansion. 

Apr^s mise en place de la puce on procdde, 6ventuellement, au d6p6t d'une 
couche de protection facultative sur la couche d'isolant. 
Exemple 10 

On commence par r^aliser une premiere feuille identique a celle de Texemple 

20 precedent. 

Ensuite, on depose par exemple par serigraphie sur la face de cette premiere 
feuille opposee a celle qui a et6 enduite d'un melange apte au grainage, une encre 
conductrice de maniere a former les spires de I'antenne. 

Apres, on depose de maniere selective une encre isolante 34, et Ton realise le 
25 pont de liaison Electrique 35 entre une extr^mitd des spires et une zone de connexion pour 
la puce. On precede alors au d^pot d'une couche isolante, par exemple par serigraphie, de 
fafon selective, afin de former une reserve d' Epaisseur au moins equivalente k celle de la 

puce. 

Une fois la puce mise en place dans la cavite formEe dans la couche isolante, 
30 on peut recouvrir celle-ci d'une couche de protection facultative. 
Exemple 1 1 

On procede comme dans Texemple 1 , a la difference prEs que la puce e t 
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I'antenne sont portees par un support flexible de faible epaisseur tel qu'un film 
synth^tique, un film de polyester par exemple. 

Le film de support, portant la puce et I'antemie, est ensuite associ^ a une 
feuille de type buvard. 

5 Dans les exemples 1 ^ 6, la premiere feuille peut etre r^aiisee, en variante, des 

I'origine avec une enduction apte au grainage et/ou recevoir un vemis d'impression. 

D'une mani^re g^n^rale, le mat^riau saturant la base papier de la premiere 
feuille des exemples 1 a 10 ou la deuxi^me feuille des exemples 1 a 4, peut etre une 
r6sine synth^tique, naturelle, par exemple un 61astomere ou un melange de rdsines, ce 
10 mat6riau etant choisi afin d'apporter de la flexibilite, ameliorer la resistance i la 
d^chirure, la resistance i la deformation lors d'une compression et la resilience. On peut 
notamment utiliser comme polym^re de type eiastom^re, des copolym^res de styr^ne 
butadiene (SBR), du polybutadiene (BR), des copolymeres butadiene-acrylonitrile 
(NBR), des polymdres acryliques, du polychloropr^ne, des polyisopr^nes, cette liste 
15 n'etant pas limitative. 

Comme melange k base de polym^re(s) utilisable pour conKrer 1' aptitude au 
grainage, on peut citer certains polymeres nitro cellulosiques, polyurethanes, acryliques 
ou vinyliques. 

Comme polymeres utilisable(s) pour constituer I'isolant des exemples 5 et 6, 

20 on peut citer les polymeres thermoplastiques a base de PVC, de polyurethanes et les 
elastomeres naturels ou synthetiques. On peut notamment utiliser du PVC plastifie ou 
« plastisol », qui contient des plastifiants, par exemple des esters de Tacide pthalique, de 
I'acide odipique, de Tacide sebacique ou de I'acide phosphorique. On peut aussi utiliser 
des elastomeres de polyurethane. On peut encore melanger une emulsion de PVC avec 

25 d'autres dispersions de copolymeres butadiene/acrylonitrile ou copolym^re 
budatiene/acrylonitrile/styrene, qui jouent le role d'agents plastifiants. On peut enfin 
introduire dans le polymere, notamment lorsque celui-ci est depose par impression ou 

enductiori, e t compo r te par exemple Ju PVC, des agents d^ e xpansi o n fonctionnant par 

exemple par un procede exothermique. Comme agents d'expansion, on peut citer 

30 notamment des produits comme le Genitron® a base d'azodicarbonanide ou de 
sulfohydrazide, qui apr^s decomposition k la temperature donne des gaz tels que le 

mnnnxyde d'azote ou Thydrogene, le dio xyd e de carbo ne ou Tammoniac , entrainan t ainsi 
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la creation de cellules et le gonflement de Tenduction. On peut aussi utiliser comme agent 
d'expansion de I'eau, dans le cas d'un isolant de type polyur^thane fabriqu^ k partir de 
disocyanate de thyldne, de polyester, et de polyether. 

Dans les examples 1 a 10, on peut remplacer la base papier par toute autre 
5 base fibreuse, notamment un non tisse. 

Bien entendu, Tinvention n*est pas limitee aux exemples de realisation qui 
viennent d'fitre d6crits. En particulier, I'invention s*applique ^galement k la fabrication de 
documents dans lesquels la structure multicouche integrant la puce n'est pas assemblee 
avec un cahier, par exemple une carte d'identit^, 
10 La couverture peut subir des traitements d'enjolivure, notamment 

I'application par transfert k chaud et sous pression d'un film m6tallis6 color6 ou 
holographique, ce film pouvant etre depose sur la couverture avant collage du cahier ou 
sur le livret apres mise en place du cahier. 

La couverture peut recevoir I'impression par heliogravure ou par s^rigraphie 
15 d'un motif visible ou invisible, de s^curite ou non. 

On peut realiser I'intdgration de la puce dans la couverture du passeport par 
d'autres proc6d6s que ceux qui viennent d'etre decrits, en fonction de la structure du 
dispositif d' identification radiofr^quence. 

La couverture peut comporter un nombre plus ou moins grand de couches 

20 diff^rentes. 

L'antenne peut etre realisee autrement que par serigraphie, par exemple par 
transfer! d'un film reconvert de pistes conductrices en cuivre r6alis6es par gravure. 

L'invention n'est pas limitde aux passeports et s'applique ^galement k la 
fabrication des livrets de famille ou d*6pargne entre autres. 
25 Sur les figures, les dpaisseurs relatives reelles n'ont pas €t6 respect^es, dans 

un souci de ciarte du dessin. 
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REVENDICATIONS 



1 . Structure multicouche telle qu'un papier couverture de livret, notamment 
de passeport, caract6ris6e par le fait qu'elle comporte un dispositif d' identification 

5 radiofrequence (31, 32) ay ant une puce (31), par ie fait que la puce est logte dans 
I'epaisseur de la structure multicouche sans generer de surepaisseur, et par le fait que les 
materiaux constituant les diff&entes couches de la structure multicouche sont choisis, 
ainsi que I'epaisseur desdites couches, de maniere a ce que la couverture (20) soit 
rfisistante aux chocs m^caniques et thermiques, notamment puisse subir un traitement de 
10 grainage et/ou d'enjolivure par d6p6t d'un film par transfert a chaud et sous pression 
et/ou de lamination lors de depots de films de securite. 

2. Structure multicouche selon la revendication pr^c^dente, caracteris^e par 
le fait que la puce (31) est situ6e k proximite d'une pliure (21). 

3. Structure multicouche selon Tune des revendications 1 et 2, caract^risie 
15 par le fait qu'elle comporte au moins une feuille ayant une base fibreuse, notamment un 

buvard cellulosique ou un non tiss6. 

4. Structure multicouche selon la revendication prec^dente, caracterisee par 
le fait que la base fibreuse contient un mat^riau polymere choisi de maniere a conftrer a 
la structure multicouche, d'une part des proprietes de resistance k la dechirure et d'autre 

20 part des proprietes de resilience suffisantes pour proteger le dispositif d'identification 
radiofrequence des chocs mecaniques. 

5. Structure multicouche selon la revendication precedente, caracterisee par 
le fait que ledit materiau polymere est choisi dans la liste suivante : caoutchoucs naturels 
ou synthetiques, caoutchouc styrene butadiene, polybutadiene, copolymeres butadiene- 

25 acrylonitrile, polymeres acryliques, polychloroprene, et Icurs melanges. 

6. Structure multicouche selon I'une des revendications precedentes, 
caracterisee par le fait que la puce du dispositif d'identification radiofrequence est logee 

dans une couche (26) de la stiuctui - c iiiultic o uchc qui p rcscntc une e paiss e ur s uperieure k 

repaisseur de la puce et une resilience lui permettant, en cas de compression 
30 momentanee, de conserver une epaisseur superieure ou egale a I'epaisseur de la puce. 

7. Structure multicouche selon la revendication 6, caracterisee par le fait que 
ladite couche (26) com porte une base fibreuse. 
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8. Structure multicouche selon la revendication 6 ou 7, caracterisee par le fait 
que ladite couche (26) comporte un mat6riau polym6re choisi de mani^re h conferer k la 
structure multicouche des propri^t^s de resilience suffisantes pour proteger le dispositif 
d' identification radiofr^quence des chocs m^caniques. 
5 9. Structure multicouche selon Tune quelconque des revendications 

pr^c^dentes, caracterisee par le fait qu'elle comporte une couche d'un mat6riau a base 
polymere, apte au grainage, notamment choisi dans la liste suivante : polymferes k base de 
PVC, 6ventuellement plastifi^, de polyurethanes ou d'^Iastomeres naturels ou 
synthetiques, avec eventuellement des agents d'expansion, Emulsions de PVC et de 
10 copolymdre butadiene/acrylonitrile ou copolymere butadi^ne/acrylonitrile/styrene, et 
leurs melanges. 

10. Structure muhicouche selon Tune quelconque des revendications 
precedentes, caracterisee par le fait que le dispositif d' identification radiofi^equence 
comporte une antenne serigraphiee. 
15 11. Passeport, comportant une couverture constituee par une structure 

multicouche telle que definie dans Tune quelconque des revendications precedentes. 

12. Procede pour fabriquer une structure multicouche telle que definie dans 
Tune quelconque des revendications 1 a 10, caracterise par le fait qu'il comporte les 
etapes suivantes : 

20 - disposer le dispositif d'identification radiofirequence sur une premiere 

feuille, 

- assembler cette premiere feuille sur une deuxieme feuille de manidre a 
obtenir une epaisseur resultante sensiblement constante, la dexixidme feuille etant 
suffisamment compressible au moment de I'assemblage pour accueillir la puce dans son 

25 epaisseur. 

13. Procede pour realiser une structure multicouche telle que definie dans 
I'une quelconque des revendications 1 ^ 10, caracterise par le fait qu'il comporte les 
etapes suivantes : [ 

- disposer le dispositif d' identification radiofrequence sur une premiere 

30 feuille, 

- contrecoUer cette premiere feuille avec une deuxieme feuille, la puce du 
HiRpnsitifd'identification radiQfirequence et ant situee sur IMnterieur d e la premiere feuille, 
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un trou ou une cavite ^tant r6alis^ sur Tautre feuille, ce trou ou cette cavitd ayant une 
forme adaptee a recevoir la puce, la puce etant mise en place dans ledit trou ou cavite lors 
du contrecollage desdites feuiiles. 

14. Procede selon la revendication 13, caract6ris6 par le fait que la premiere 
5 feuille comporte ^galement une cavit6 dans laquelle est partiellement logde la puce. 

15. Procede selon Tune des deux revendications pr6c6dentes, caract^ris^ par 
le fait que Ton realise la deuxieme feuille avec un filigrane (50) en creux dont la 
profondeur est superiexu'e k I'^paisseur de la puce (31), par le fait que Ton dispose la puce 
sur la premiere feuille et par le fait que Ton contrecolle la deuxifeme feuille avec la 

10 premiere feuille, de mani^re k ce que la puce (31) vienne se loger dans le filigrane (50). 

16. Proc^d^ pour fabriquer une structure multicouche telle que definie dans 
Tune quelconque des revendications 1 A 10, caract^ris6 par le fait qu'il comporte les 
Stapes suivantes : 

- disposer le dispositif d'identification radiofr^quence sur une premiere 

15 feuille, 

- realiser une deuxieme feuille avec un trou ayant une forme adaptee a 
contenir la puce, 

- fabriquer ime troisieme feuille, 

- assembler par contrecollage les trois feuiiles de fafon a ce que la deuxieme 
20 feuille soit placee en sandwich entre la premiere feuille et la troisieme feuille et a ce que 

la puce soit log^e dans le trou de la deuxidme feuille. 

17. Procede pour fabriquer une structure multicouche telle que definie dans 
Tune quelconque des revendications 1 i 10, caract6ris6 par le fait qu'il comporte les 
etapes suivantes : 

25 - fabriquer ime premiere feuille, 

- rdaliser une enduction avec une reserve sous forme d'lme cavity ayant une 
forme adaptee k contenir la puce sur cette premiere feuille, 

di^posef le dispositif d'identificatiou radiofrcqucneo gur cctto feuille de 

fafon k ce que la puce soit logee dans la cavite r^alis^e prec6demment, 

30 - realiser une enduction sur la feuille du cote du dispositif d'identification 

radiofi*6quence de fafon a prot^ger ce dernier. 

^_ , 18.__Proced6 pour realiser u ne structure multicouche telle que definie dans 
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l*une quelconque des revendications 1 a 10, caracterise par le fait qu'il comporte les 
etapes suivantes : 

-disposer la puce du dispositif d'identification radiofr^quence sur une 
premiere feuille, 

5 - d^poser sur ladite feuille une enduction sup6rieure k I'^paisseur de la puce. 

19. Precede selon la revendication precedente, caracterise par le fait que Ton 
depose le dispositif d' identification radiofrequence sur une face de la feuille, que Ton 
enduit cette face de la feuille d*un melange a base d'une r^sine liquide non gelifi^e, 
Tepaisseur d^pos^e 6tant superieure a celle de la puce. 
10 20. Proc6d6 selon la revendication precedente, caracterise par ie fait que ia 

couche depos6e par enduction est grainee apres sechage. 

21. Proc6d^ selon la revendication 18, caracterise par le fait que Ton depose 
sur la face de la feuille portant le dispositif d' identification radiofrequence, une r^sine a 
base d'un composant thermoflisible, I'epaisseur deposde etant superieure a T^paisseur de 

15 la puce. 

22. Procede selon la revendication precedente, caracterise par le fait que Ton 
marque a chaud 1' enduction afin de creer un grain. 

23. Procede selon Tune quelconque des revendications 12 a 22, caracterise 
par le fait que la premiere feuille comporte une base fibreuse, notamment une base 

20 papier, par le fait que Ton sature cette base fibreuse avec un materiau, notamment un 
latex d'eiastomere, permettant d'assurer la resistance au dechirement et la protection 
ulterieure du dispositif d'identification radiofrequence, et par le fait que Ton depose sur 
une face de cette premiere feuille, apres sechage, la puce et I'antenne du dispositif 
d'identification radiofrequence. 

25 24. Procede selon I'une des revendications 12 a 23, caracterise par le fait que 

la premiere feuille est enduite par un melange a base polymere, apte au grainage. 

25. Procede selon I'une des revendications 12 a 15, caracterise par la fait que 

ron de p ose par enduction im m e lange A base polymere apte au grainage apr^s assemblage 

des premiere et deuxieme feuilles. 

30 26. Procede selon Tune des revendications 12 et 15, caracterise par le fait 

que Ton impregne la deuxieme feuille avec un polymere thermoplastique. 

27^ Procede selon la revendication 13, car a cterise par le fait que Ton realise 
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line premiere feuille a partir d'une base fibreuse, de pr^f^rence saturee en polymfere, 
notamment un latex, que Ton embosse cette premiere feuille de maniere a cr^er \me 
cavit^ ayant une forme adapt^e h celle de la puce, que i'on realise une deuxifeme feuille a 
partir d'une base fibreuse, de pr^f^rence saturee par impregnation ou precipitation en 
5 masse avec des resines synthetiques ou naturelles, que Ton depose sur cette deuxieme 
feuille une puce at une antenne, et que I'on contrecoUe cette deuxieme feuille avec la 
premiere, de maniere a ce que la puce vienne se loger dans la cavit6 realis6e par 
I'embossage. 

28. Precede selon Tune quelconque des revendications 12 a 22, caracterise 
10 par le fait que la puce et 1' antenne sont fixees sur un film de support, notamment un film 
de polyester, avant d'etre associees k une base fibreuse. 
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